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電子情報技術産業協会技術レポート 
  

基板放熱型部品を実装した 
プリント基板の熱設計ガイドライン 

Thermal design guidelines for printed circuit boards  

with mounted components that dissipate heat through the board 

 

序文 

小形化・高密度化が進む近年の電気・電子機器においては，小形の表面実装部品が多用されることから，

従来用いられてきた対流熱伝達主体の熱設計手法に加え，基板への熱伝導を考慮した熱設計の重要度が増

している。この技術レポートは，基板放熱を利用した熱設計の指針及び具体的な手法をまとめたものであ

る。 

 

1 適用範囲 

この技術レポートは，電気・電子機器の基板上に実装される電気・電子部品の熱設計ガイドラインにつ

いて記載する。この技術レポートは，基板を介した放熱が主体となる 1 辺の長さが 10 mm 以下の小形の電

気・電子部品における，放熱のための銅箔パターン（以下，放熱パッドという。）の寸法及び確保すべき部

品周囲の間隔（以下，クリアランスという。）の算定手法について具体的に記載している。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。 

JEITA RCR-2114:2014 表面実装用固定抵抗器の負荷軽減曲線に関する考察 

 

3 用語，定義及び記号 

3.1 用語及び定義 

この技術レポートで用いる主な用語は，次の定義による。 

3.1.1 

基板放熱型部品（Components dissipate heat through the board） 

小形の表面実装部品などの，自らの発熱を基板を介して放熱する部品。 

注記 詳細については附属書 A を参照。 

3.2 記号 

この技術レポートに用いる記号を表 1 に示す。 
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